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SEMICON®

- M AZ PLYTEK ELEKTRONICZNYCH

I Firma Semicon Sp. z 0.0. juz od 1997 roku oferuje ustugi montazu ptytek elektronicznych. Wykorzystujac zaawansowane

rozwigzania technologii montazu oraz $cistag kontrole jakosci, gwarantujemy staty poziom wyrobu koricowego. Posiadamy
wykwalifikowang kadre inzynierska oraz montazystéw, ktdrzy doktadajg wszelkich staran, aby jakos$¢ naszych produktow zawsze

byta na jak najwyzszym poziomie.

OFERUJEMY

= Profesjonalny montaz elektroniczny ptytek we wszystkich powszechnie stosowanych technologiach:
- montaz powierzchniowy jedno- i dwustronny
- montaz przewlekany — lutowany na fali lub recznie
- montaz mieszany
- montaz PoP
- montaz ptytek elastycznych — FLEX PCB
- montaz Flex on Glass, Flex on Board
- montaz w technologii Hot Bar Soldering - po fazie testéw

- montaz dtugich ptytek: pole zadruku 915 mm x 500 mm

Szablony ze stali nierdzewnej wycinane laserowo — promocyjne ceny szablonéw przy zaméwieniach montazu

Szybkie prototypowanie

Kompletacja dla danej produkcji (ceny dystrybutora nizsze niz dla detalicznych klientéw):
- obwody drukowane

- komponenty

Doradztwo inzynieryjne w zakresie technologii SMT i THT

Projekty ptytek, kompletnych urzgdzen oraz oprogramowywanie

= Wygrzewanie podzespotow

Inspekcja optyczna AOI zmontowanych ptytek

= Testowanie X-Ray

Separacja ptytek
= Uruchamianie ptytek, w tym programowanie i testowanie zmontowanych obwoddw drukowanych wedtug aplikacji

testowych dostarczonych przez klienta

Testowanie elektryczne ptytek z wykorzystaniem fixtur igtowych

Naprawy ptyt PCB, w tym wymiana BGA — reballing

Weciskanie wielopinowych ztgczy Molex serii Impact — prasa hydrauliczna
Pakowanie ESD

L1111
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| SPECYFIKACJA PRODUKCYJNA

Montaz elektroniczny otowiowy i bezotowiowy oraz na klej termoutwardzalny

= Rozmiar najmniejszego montowanego elementu: 01005 (0,4 mm x 0,2 mm)

= Minimalna wysokos¢ elementu: 0,2 mm

= Najmniejszy raster wyprowadzen (fine pitch): 0,2 mm

= Najmniejszy raster dla uktadéw typu BGA: 0,25 mm

= Najmniejsza Srednica kulki dla uktadéw typu BGA: 0,1 mm

= Minimalna grubos¢ sztywnego PCB: 0,4 mm (mozliwo$¢ montazu od 0,2 mm przy zastosowaniu specjalnych ptyt bazowych)
= Minimalny rozmiar PCB: (X) 50 mm x (Y) 30 mm (nie dotyczy ptytek w formatkach)

= Maksymalny rozmiar PCB: (X) 915 mm x (Y) 500 mm (mozliwos¢ montazu dtuzszych ptyt po wczesniejszych uzgodnieniach)

= Ochrona podzespotéw wrazliwych na wilgo¢ wedtug normy IPC JEDEC J-STD-033B

= Ochrona ESD podzespotéw i wyrobéw gotowych wedtug normy PN-EN 61340-5-1:2009
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- PARK MASZYNOWY

Automaty montazowe

= JUKI KE2060L ze zmieniaczem tacek o wydajnosci 12 500 el./godz.
= JUKI KE2060light o wydajnosci 12 500 el./godz.
= JUKI KE3020VE XL Size ze zmianiaczem tacek o wydajnosci 17 100 el./godz.

Drukarki szablonowe

= ERSA VERSAPRINT S1

obszar zadruku ptytki: max. 550 mm x 500 mm
- doktadnos$é: £12,5 um (dla 6 Sigma)

- automatyczna kontrola ilosci pasty do zadruku

- analiza SPC
- inspekcja AOI natozenia pasty/kleju z opatentowanym systemem skanowania
LIST

- inspekcja okien szablonu

- automatyczne czyszczenie szablonu po procesie zadruku kazdej ptytki
= EKRA X5-36
obszar zadruku ptytki: max. 915 mm x 610 mm
- doktadnos$é: £12,5 um (dla 6 Sigma)
- inspekcja 2.5D Plus natozenia pasty/kleju

- inspekcja okien szablonu

- dodatkowy dyspenser pasty/kleju — IPAG

- opatentowany system EVA™ do pozycjonowania ptytek

- automatyczne czyszczenie szablonu po procesie zadruku kazdej ptytki
- niezalezny system klimatyzacji — state parametry zadruku

- mozliwos¢ zadruku ptyt o ciezarze do 10 kg — np. nadruk kleju na szkle

Urzadzenia do kontroli optycznej

= AOIl — Marantz MEK 22X
- wielosensorowa inspekcja optyczna do kontroli ptytek o rozmiarze
460 mm x 360 mm
- 8 kamer bocznych o rozdzielczosci 10 p w technologii Tilt&Shift
- obiektyw telecentryczny (High Grade)
- Meniscus Profiler z systemem 3-kagtowego oswietlenia (biate/czerwone

+ liniowe typu DOAL)

- karta Cameralink i multiplekser sygnatowy

= VISION ENGENEERING — Mantis Elite oraz Mantis Elite-Cam, wbudowana kamera
pozwala na dokumentacje kontrolowanych pofaczen lutowniczych

= OPTILIA INSTRUMENTS AB — Flexia C1 Zoom
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- PARK MASZYNOWY

Szafa z automatyczng kontrolg temperatury i wilgotnosci

= Szafa EMT ELECTRONICS — X-Treme Series
- przechowywanie podzespotow elektronicznych, ptytek, w szczegdlnosci wrazliwych na wilgog, i ich wygrzewanie
- dwa agregaty pochtaniajace wilgo¢; zakres regulacji wilgotnosci: 1 do 50 % Rh

- regulacja temperatury do 60°C

Urzadzenia Hot Bar do taczenia pulsacyjnego (Hot Bar)

= System C-FLOW firmy DIMA

- programowalny modut kontroli temperatury i czasu, wyposazony w rejestrator
profili temperaturowych oraz graficzny interfejs do obrazowania profili lutow-
niczych w czasie rzeczywistym

- gtowice z kontrolg sity nacisku BH (5 N-700 N)

- pomiar sity nacisku

- interposer, ktéry zapewnia staty nacisk termody pod czas procesu tgczenia
na catej dtugosci potgczenia, zmniejsza wptyw nieréwnej grubosci termody
— zapewnia réwnomierny rozktad temperatury, chroni termode przed zanie-
czyszczeniami np. nadmiernym wyptywem zywicy z tasm ACF podczas procesu

faczenia

Urzadzenia do lutowania na fali

= ERSA - SMARTFLOW 2020
- system selektywnego lutowania stopem bezotowiowym (Sn96,5Ag3Cu0,5) lub
stopem otowiowym (Sn64Pb36). Zawiera wizyjny system kontroli procesu lu-
towania, innowacyjny system podawania spoiwa - pompe elektromagnetyczna

oraz precyzyjny system dozowania topnika.

L] ERSA — EWS330
- proces lutowania przeprowadzany w ostonie azotu na podwdjnej fali stopem
bezotowiowym (Sn96,5Ag3Cu0,5) lub stopem otowiowym (Sn64Pb36). Pojem-

nosé tygla z lutowiem: 330kg

Piec konwekcyjny ERSA — HotFlow 2/14

= Dtugosc strefy roboczej: 3,5 m
= |los¢ stref procesu: 7
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- PARK MASZYNOWY

Urzadzenie do dozowania, lakierowania i selektywnego zalewania ptytek DIMA — DD500

= dozowanie kleju, pasty lutowniczej: 11 000 punktéw/godz.

= selektywne zalewanie i lakierowanie ptytek oraz elementéw elektronicznych jednosktadnikowymi materiatami:
do 80 mm/sek.

= duza powierzchnia dozowania 320 x 420 mm

Urzadzenie do automatycznego mieszania pasty SMT — K-5000

= zapewnia jednolitg konsystencje pasty — brak efektu separacji topnika od proszku pasty

Komora klimatyczna ANGELANTONI INDUSTRIE — CH250TC

= podstawowe testy klimatyczne w szerokim zakresie temperatur

stabilizacja warunkow klimatycznych podczas badania parametréw urzadzen

= symulacja starzenia wyrobdw umieszczonych w komorze

= podstawowe parametry:

- wymiary wewn. komory: 600 mm x 535 mm x 700 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
- zakres regulacji temperatury: -75°C do +180°C

- doktadno$¢ temperatury: +0,3°C

T&R - urzadzenie do pakowania elementéw SMD w tasme V-TEK — TM-50
= tasmy o szerokosci 8-72 mm

= regulowany skok tasmy w zakresie 2-144 mm

(@“

Urzadzenia naprawcze ERSA HR550, IR500

= obszar zadruku 500 x 300 mm

= system pozwalajacy na rownomierne, a zarazem dynamiczne rozprowadzenie ciepta w zaleznosci od zastosowanych
komponentéw SMD (brak odksztatcer temperaturowych ptytek PCB)

= pomiar temperatury bezposrednio przy komponencie

= zintegrowana stacja lutownicza

= system kamer do pozycjonowania, rozpoznawania oraz rejestracji przebiegu procesu

Oraz:

Stacje lutownicze i naprawcze ERSA — ICON, ICON2, Digital2000A

Pochtaniacze oparéw BOFA — jedno i wielostanowiskowe

= Urzadzenie do rozdzielania ptytek CAB
= Urzadzenia do krepowania i liczenia elementéw typu Radial i Axial OLAMEF i CUTBEND
= Urzadzenia do testowania mat i opasek antystatycznych 3M
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- YCINANE LASEROWO

Szablony wycinane sg za pomoca obrabiarek laserowych G6060 oraz G6080, urzadzen najnowszej generacji produkcji firmy
LPKF (Niemcy). Urzadzenia charakteryzujg sie duzg precyzjg (+/- 2 W) oraz powtarzalnoscig (+/- 2 ) ciecia. S3 wyposazone
w linie zasilang sprezonym tlenem, co umozliwia ciecie grubych folii stalowych do 1000 um, oraz linie sprezonego azotu umoz-

liwiajacg mikrospawanie (szablony stopniowane).

Szablony wycinane sg skolimowang wigzka 25 p swiattowodowego lasera impulsowego YAG.

= standardowe grubosci dostepnych folii stalowych SS304: 50, 80, 100, 120, 130, 150, 180, 200, 300, 400,500
= wymiary szablonu (bez ramy) max. 600 x 850 mm; szablony na ramie nawet do 1800 mm

= szablony na ramach aluminiowych z naciggiem siatkowym

= ramy standardowe: 23” x 23”, 550 x 650 mm, 29" x 29”

= szablony stopniowane ,step up” do 100 , ,step down” do 30 u

= materiat: folia stalowa SS304, folia stalowa Fine Grain (ziarno 2-5 um), folia niklowa
Jestesmy licencjonowanym dostawcy szablonéw VectorGuard®

= szablony VectorGuard® dostepne z foliami stalowymi, foliami stalowymi ,fine grain” oraz foliami niklowymi
= ramy Master Frame 23”x 23", 23" x 29”, 29" x 29”

Szablony stopniowane ,,step up” do 100 y, ,,step down” do - 30 um
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- ZAPEWNIAMY

= Montaz zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wizualnej jakoSciowej dopuszczalnosci zespotéw elektronicznych wedtug normy
IPC-A-610
= Ochrone ESD podzespotéw i wyrobow gotowych wedtug normy PN-EN 61340-5-1:2009

= Magazyn typowych elementéw RCDT, na zyczenie klienta inne podzespoty elektroniczne i obwody drukowane

Ciagta kontrole temperatury i wilgotnosci w klimatyzowanych pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
= Kontrole i regulacje poziomu miedzi w tyglu dla fali lutowniczych

= Sprawdzone materiaty lutownicze (pasty, druty, topniki, kleje termoutwardzalne) japoriskiej firmy KOKI

= Elementy i podzespoty elektroniczne najwyzszej jakosci tylko ze sprawdzonych zrodet

= Polityke poufnosci — umowy NDA

= Deklaracje zgodnosci wykonanego montazu

Do wyceny potrzebne sa:

= Rysunki montazowe w formacie .pdf oraz pliki typu Gerber (RS274X) zawierajgce Panstwa projekt
= Dodatkowe informacje o:

- wymiarach ptytki

- wykonaniu — w postaci pojedynczych ptytek lub formatki (ile ptytek na jednej formatce)

Lista elementéw w formacie .xls (Excel), .doc (Word) lub pokrewnym:

- ilos¢ okreslonych elementéw na jednej ptytce

- rodzaj obudowy elementow

- informacje o tym, kto zaopatruje w dany element, w przypadku kompletacji mieszanej (tolerancja montowanych elemen-

toéw, rodzaj dielektryka, napiecie itp.)

Technologia montazu — otowiowa, bezotowiowa

Informacja o tym, kto wykonuje szablony do montazu powierzchniowego

Przewidywana wielko$¢ produkcji — harmonogram produkcji

Sposdb testowania, czas testu lub procedura testowania

Sposdb pakowania (opakowanie zbiorcze, worki ESD i inne)

= Sposob dostarczenia produktow/srodek transportu
Nie stosujemy dodatkowych optat za:

= montaz dwustronny

= montaz bezotowiowy

= kontrole optyczng

= separacje ptytek V-CUT

Wycena ustugi do kazdego zlecenia wykonywana jest indywidualnie.
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- |l CIECIE TASM PRZEM

CIECIE ROLI TASM SAMOPRZYLEPNYCH, BLON KLEJOWYCH

Wiekszo$¢ materiatéw stosowanych w przemysle w postaci cienkich folii, czesto z warstwg kleju, konfekcjonowana jest
w postaci duzej roli, czyli logroli, jumbo-roll. Ciecie takich materiatéw na mniejsze rolki odbywa sie na wyspecjalizowanej obra-
biarce wyposazonej w sterownik PLC Siemens, ktdra zapewnia precyzyjny pomiar dtugosci oraz programowang predkos¢ tarczy
tngcej na srednicy logroli. Urzadzenie ma wbudowany uktad ostrzenia tarczy, chtodzenia jej oraz uktad nawilzania podczas

ciecia.

Nasza maszyna moze cig¢ role o max. dtugosci 1700 mm, uzyskujac min. szerokos$¢ gotowej tasmy 6 mm. Zapewniamy doktad-
nosc ciecia na poziomie 0,1 mm, wysoka powtarzalnos¢ i precyzje ciecia bez nieréwnosci i odchylen od srednicy. Maksymalna
srednica konfekcjonowanej logroli to 430 mm przy Srednicy rdzenia 74-76 mm.
W Semicon tniemy m.in.

= tasmy przemystowe z klejem lub bez

= taSmy PCV

= poliester

= epoksyd

= materiaty wzmacniane wtdknem szklanym

= folie miedziane i aluminiowe

= tasmy poliimidowe (kapton)

= tasmy piankowe

= btony klejowe

= tasma dwustronnie klejgca VHB

WYKROJE DIE-CUT I KISS-CUT

Semicon dysponuje urzadzeniem do wykonywania wykrojow die-cut i kiss-cut z tasm samoprzylepnych jedno- i dwustronnie
klejacych pianek, a takze rzepéw przemystowych firmy 3M, ktérych autoryzowanym dystrybutorem i konwerterem jestesmy.
Oferujemy réwniez ciecie materiatu dostarczonego przez klienta.

Wykrdj die-cut to wyciecie wzoru z wykrojnika w tasmie z przecieciem linera (materiatu chronigcego lepkg czes¢ tasmy), wykroj
kiss-cut zas pozwala na pozostawienie tego elementu w nienaruszonym stanie. Dodatkowo maszyne mozna zaprogramowac na
wyciecie elementu z tzw. fingerliftem, czyli listkiem utatwiajgcym zdjecie linera z klejgcej czesci wykroju.

Wykroje die-cut i kiss-cut znajdg zastosowanie w réznych aplikacjach w wielu branzach: motoryzacyjna, medyczna, przemysto-

wa, aplikacje dla wojska i inne. Doskonale sprawdzg sie przy aplikacji oswietlenia LED (tasmy termoprzewodzace).

Elementy wykrawane dostarczamy w zaleznosci od rodzaju materiatu i wielkosci formatu w rolkach, arkuszach, luzem.
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Semicon Sp. z 0.0. dziata na rynku elektroniki juz niemal trzy dekady. ZaczynaliSmy w latach 80. w kawalerce o powierzchni 27

m? z piecioosobowym zespotem. Dzi$ nasz zespot liczy 65 osdb, pracujemy w dwdch siedzibach o tgcznej powierzchni okoto
3500 m2.

Ustugi montazu ptytek elektronicznych oferujemy od 1997 roku. Dziat produkcji miesci sie w budynku o powierzchni
ok. 1000 m2.

Swoja dziatalnos¢ prowadzimy w oparciu o zasade zréwnowazonego rozwoju, ktéra zaktada swiadome i zalezne relacje

pomiedzy rozwojem gospodarczym a dbatoscig o srodowisko i zdrowie cztowieka.

Udziat w miedzynarodowych i krajowych projektach:

W celu ciggtego doskonalenia naszych umiejetnosci i poszerzania wiedzy w zakresie montazu elektronicznego od lat bie-

rzemy udziat w wielu projektach.

W latach 2004-2007 wraz z 28 firmami z 8 krajéw uczestniczyliSmy w programie Unii Europejskiej ,,Green Rose” — elimina-
cja otowiu z technologii elektronicznych. Pozwolito to nam na zdobycie niezbednej wiedzy i doswiadczenia zwigzanego

z montazem elementow w technologii bezotowiowe;.

W latach 2007-2008 bralismy udziat w projekcie Tele-Ekg majgcym na celu sprawdzenie mozliwosci wykorzystania lutowania

bezotowiowego w aparaturze medycznej (obecnie na liscie wytgczen dyrektywy RoHS).

W latach 2010-2013 braliSmy udziat w trzech nowych miedzynarodowych projektach w ramach VIl programu ramowego UE:

® Radi-Cal — rozwdj dwuwymiarowych, monolitycznych matryc potprzewodnikowych, wytwarzanych metoda CVD,
ktére po zastosowaniu w systemach dozymetrycznych umozliwityby doktadny pomiar dawki promieniowania
w radioterapii medycznej (www.radical.pera.com)

= ChipCheck — opracowanie szybkiego systemu kontroli rentgenowskiej do wykrywania podrobionych elementéw elektro-
nicznych (www.chipcheck.eu)

= UBGA - opracowania technologii produkcji kulek do uktadéw uBGA (www.uBGA.eu)

W latach 2013-2014 uczestniczyliSsmy w nowym projekcie pt. ,Innowacyjne technologie zaawansowanego montazu
powierzchniowego (SMT) ptytek drukowanych”. Projekt trwat do 31 X 2014 i byt realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka — Badania i Rozwdj Nowoczesnych Technologii, Dziatanie 1.4 — Wsparcie projektow celo-

wych. W tym celu podpisaliSmy umowe o dofinansowanie na realizacje projektu z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju.
Od wrzesnia 2015 r. bierzemy udziat w duzym projekcie UE ,,Sustainable: SMART” w ramach programu Horizon 2020. Semicon
wraz zinnymizaangazowanymiw niego firmami opracowuje metode odzyskiwania komponentdw z urzadzen elektronicznych me-

todami jak najmniej inwazyjnymi dla tych elementdw celem ponownego wykorzystania ich w innych, innowacyjnych aplikacjach.

Dla zapewnienia naszym klientom najwyzszej jakosci ustug w 2003 roku wdrozyliSmy System Zarzadzania Jakoscig 1SO
9001:2000. W lipcu 2012 roku otrzymalismy certyfikaty 1SO 9001:2008, ISO 14001:2004, AQAP 2110:2009.
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